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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 

วันศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
เวลา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม DLUXX มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
 

วันเสาร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2560 
เวลา Day-1: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านวิทยาศาสตรส์ิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

08.00 – 08.30 ลงทะเบียน  

08.30 – 08.50 
กล่าวรายงานท่ีมา และภาพรวมของโครงการฯ 
โดย ดร. นิภาพรรณ กลั่นเงิน 

08.50 – 09.10 
กล่าวเปิดงาน 
โดย ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ 
*ถ่ายภาพหมู่ ผู้บริหาร VIPs (BOI, NIA, สวทน, SiC, IEEE, UTAC, NXP, Thai NJR, มหาวิทยาลัย ฯลฯ) 

09.10 – 10.10 

“Opportunity & Leapfrogging of Microelectronic Industry in Thailand 4.0”…ภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิ
คอนดักเตอร์ในประเทศไทย และการพัฒนาของอุตสาหกรรม และ career path ของผู้ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม (IC-Design) 
 
โดย คุณกานต์ โอภาสจํารัสกิจ บรษัิท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (SIC) 

10.10 – 10.40 
“IC packaging for Industrial 4.0”  
 
โดย คุณสมชัย นนทสิทธิชัย บริษัท ยูแทคไทย จํากัด 

10.40 – 10.55 พักรับประทานอาหารว่าง และเย่ียมชมบูธ 

10.55 – 12.30 

แนะนําขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมเชิงแอนะล็อกและการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน 

● เทคโนโลยีวงจรรวมและลําดับข้ันตอนการออกแบบ 

● กระบวนการผลติแบบซีมอส กฎการออกแบบ และแบบจําลองอุปกรณ ์

● การใช้งานลินุกซ์เบ้ืองต้น และการเรียกใช้โปรแกรม  

 

หมายเหต:ุ *มีรถตูบ้ริการรับ-ส่ง ระหว่างท่ีพัก – บ้านวิทยาศาสตรส์ริินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย     
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เวลา Day-1: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 15.15 

การวาดรูปวงจรและจําลองผลการทํางาน 

● การวาดรูปวงจรกลับตรรกะแบบซีมอส 

● การจําลองผลการทํางานของวงจร 

● การสร้างบล็อกตัวแทนและการจําลองผลการทํางาน 

โดย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

15.15 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 17.30 
2.00 ชม. 

การวาดแผนผังวงจรรวมและการตรวจสอบเบ้ืองต้น 

● การวาดแผนผังวงจรกลบัตรรกะแบบซีมอส 

● การตรวจสอบเชิงกายภาพ การดึงคุณสมบัติทางไฟฟ้า การเปรยีบเทียบแผนผังกับรูปวงจร 

● การดึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แฝง และการจําลองผลการทํางาน 

● การออกแบบแผนผังวงจรด้วยเซลล์ตัวแปร 

โดย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

17.30 -18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
18.30 -21.00 

กิจกรรมช่วงเย็น 

● รับประทานอาหารเย็น 

● แนะนําข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับ

อุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม  โดย ................  

● กิจกรรม ice-breaking 

● กิจกรรม Role Play Part 1 โดย SIC 

 

  



 

3/8 

 

 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

วันอาทิตย์ท่ี 30 กรกฎาคม 2560 
เวลา Day-2: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านวิทยาศาสตรส์ิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

08.30 – 10.30 

รู้จักวงจรออปแอมป์ 

● ประโยชน์ของออปแอมป์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

● ความสําคัญของระบบป้อนกลับกับการใช้งานวงจรออปแอมป์ 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 

รู้จักกับทรานซิสเตอร์แบบมอส 

● ทบทวนคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แบบมอส 

● การจําลองคุณลักษณะของทรานซิสเตอร์แบบมอส 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 13.45 
“Analog IC Design: From Concepts to Circuits” 
  โดย รศ.ดร.ภาณุมาส คําสตัย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

13.45 – 15.15 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานสําหรับการออกแบบออปแอมป์ 

● ทบทวนคุณลักษณะของวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน ได้แก่ วงจรสะท้อนกระแส และวงจรขยายสัญญาณผลต่าง 

● การออกแบบและจําลองผลคุณลักษณะของวงจรสะท้อนกระแสและวงจรขยายสญัญาณผลตา่ง 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

15.15 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 17.00 

การออกแบบวงจรออปแอมป์เบ้ืองต้น 

● วงจรออปแอมป์แบบ 2 เสตจ 

● การตอบสนองทางความถ่ีของวงจรออปแอมป์แบบ 2 เสตจ 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 21.00 กิจกรรม Role Play Part 2 โดย SIC 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 
เวลา Day-3: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ บา้นวทิยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

08.30 – 10.30 

การออกแบบและชดเชยความถี่ของวงจรออปแอมป์ 

● การจําลองผลการทํางานของวงจรออปแอมป์ 

● การชดเชยความถ่ีของวงจรออปแอมป์ 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานชิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.15 

การชดเชยความถี่ของวงจรออปแอมป์ (ต่อ) 

● เทคนิคการชดเชยความถ่ีในออปแอมป์แบบตา่งๆ  

● การปรับแต่งคุณลักษณะของวงจรออปแอมป์ 

โดย ผศ. ดร.วรดร วัฒนพานชิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.15 
"แนะนําโครงการจัดตั้งศูนย์ออกแบบวงจรรวมบริษัทไทยเอ็นเจอาร์จํากัด"  
Wanted! New Generation Young Designer 
  โดย บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จาํกัด 

14.15 – 15.30 

การออกแบบแผนผังวงจรออปแอมป์ 

● การวาดแผนผังวงจรย่อยแต่ละส่วน 

● การประกอบแผนผังวงจรออปแอมป์จากส่วนประกอบย่อยที่ออกแบบไว ้

● การจําลองสมรรถนะของแผนผงัวงจรออปแอมป์ 

โดย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
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เวลา Day-3: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.45 – 17.00 

การออกแบบวงจรกรองสัญญาณไฟฟ้า 

● การออกแบบและจําลองสมรรถนะวงจรกรองสัญญาณไฟฟา้ 

● การออกแบบแผนผังวงจรกรองสัญญาณไฟฟ้า 

โดย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

17.00 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 21.00 

การประกวดออกแบบวงจรรวม 

● ชี้แจงข้อกําหนดและโจทย์ในการแข่งขัน 

● แบ่งกลุ่ม วางแผนการทํางาน และดําเนนิการออกแบบ 

โดย ดร.สิทธิ์ ตนัติศิรินทร์ บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด 

 

 

    



 

6/8 

 

 

 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 
วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 

เวลา Day-4: ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ บา้นวทิยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

08.00 – 09.00 
“ความก้าวหน้าและโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้านเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย”  
       โดย คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด 

09.00 – 10.30 
การประกวดออกแบบวงจรรวม 

● ดําเนินการออกแบบและเตรียมการนําเสนอ 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 

นําเสนอผลการออกแบบ 

● นําเสนอผลการออกแบบและตอบข้อซักถาม ทีมละ 10 นาท ี

      โดย ทีมคณะกรรมการตัดสิน 

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 15.15 

นําเสนอผลการออกแบบ (ต่อ) 

● นําเสนอผลการออกแบบและตอบข้อซักถาม ทีมละ 10 นาท ี

      โดย ทีมคณะกรรมการตัดสิน 

15.15 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.30 
อภิปรายการออกแบบวงจรรวมจากตัวอย่างของผู้เข้าแข่งขนั 
      โดย ทีมคณะกรรมการตัดสิน 

16.30 – 17.00 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 

17.00 – 21.00 กิจกรรมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 
เวลา Day-5: ห้อง CC-306 อาคารศูนย์ประชุม (ชั้น 3) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ บา้นวทิยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

08.30 – 10.30 

เทคโนโลยีการผลิตซีมอส 

● กระบวนการผลิตซีมอสขนาด 0.8 ไมครอน  

● การจําลองกระบวนการผลิตซีมอส 

● Process Control Module (PCM)  

    โดย คุณวิทวัส แย้มวงษ์ TMEC/NECTEC 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 

การจําลองการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

● การจําลองการทาํงานของ MOSFET 

● ปัจจัยจากกระบวนการผลิตทีส่่งผลต่อคุณสมบัติของ MOSFET 

    โดย คุณวิทวัส แย้มวงษ์ TMEC/NECTEC 

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.45 

Process Design Kit (PDK) 

● การพัฒนา PDK 

● การจําลองอุปกรณ:์ ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจ,ุ ไดโอด และทรานซิสเตอร์แบบมอส  

    โดย คุณชาํนาญ ปัญญาใส/คุณอนุชา เรืองพานชิ TMEC/NECTEC 

14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.30 

Process Design Kit (PDK) 

● การหาตัวแปรแบบจาํลอง 

● กระบวนการวัด: อุปกรณ์แพสซิฟ, อุปกรณ์แอ็กทิฟ, กลุ่มอุปกรณ์ใช้สําหรับทดสอบ 

● กระบวนการหาตัวแปรแบบจาํลอง: Basic curve fitting , BSIM3v3  

● การเตรียมกฎการออกแบบ 

    โดย คุณอนุชา เรืองพานชิ/คุณชํานาญ ปัญญาใส  TMEC/NECTEC 

16.30 – 18.00 รับประทานอาหารเย็น  
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหาคม 2560 
เวลา Day-6: Site Visit at TMEC 

0 ุ6.30 – 09.00 ออกเดินทางจากโรงแรม DLUXX ไป TMEC  

09.00 – 10.30 

บรรยายเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์” 

● ห้องสะอาด 

● การทํากระจกต้นแบบ 

● กระบวนการผลิต: Cleaning, Doping, Thin film, Lithography, Etching  
      โดย คุณเอกลักษณ์ เชาว์วชิารัตน์ TMEC/NECTEC 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 

บรรยายเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (ตอ่)  

● กระบวนการผลิต: Cleaning, Doping, Thin film, Lithography, Etching  
     โดย คุณเอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ TMEC/NECTEC 

12.15 – 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15– 14.45 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์” 

● Thin Film & Doping 

● Lithography 

● Etching 

● Measurement 

● Products of CMOS Processes 
โดย ทีม TMEC/NECTEC 

14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
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เวลา Day-6: Site Visit at TMEC 

15.00 – 16.00 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์” (ต่อ) 

● Thin Film & Doping 

● Lithography 

● Etching 

● Measurement 

● Products of CMOS process 
โดย ทีม TMEC/NECTEC 

16.00 - 16.30 ถาม - ตอบ 

17.30 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น (นอกสถานที)่ 

19.00 น. เดินทางกลบัที่พัก 
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IC Design, Fabrication และ Packaging 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม 
Human Resource Development for IC Design Industry 

วันท่ี 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 

 
วันศุกร์ท่ี 4 สิงหาคม 2560 

เวลา Day-7: MPAC  Site Visit 

06.30 – 08.30 ออกเดินทางจากโรงแรม DLUXX ไป MPAC 

08.30–08.50 
 

กล่าวต้อนรับและแนะนาํห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MPAC) 
โดย รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มม่ัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ MPAC 

08.50-10.30 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 

● การบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 

โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ MPAC 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.15 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (กลุ่มที่ 1 และ 2)  
Saw, Wire bonding, Molding, Laser marking, Singulation 
โดย ทีม. MPAC 
 
บรรยาย (กลุ่มที่ 3 และ 4) 

● การออกแบบบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 
● ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 

โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์  

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา Day-7: MPAC  Site Visit 

13.15-14.45 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบรรจุภัณฑ์วงจรรวม (กลุ่มที่ 3 และ 4)  

● Saw, Wire bonding, Molding, Laser marking, Singulation 

โดย ทีม MPAC 
 
บรรยาย (กลุ่มที่ 1 และ 2) 

● การออกแบบบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 
● ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์วงจรรวม 

โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย ์

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-15.30 มอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ 

15.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ เนื้อหา วิทยากร และสถานท่ีดูงาน ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
ดําเนินการจัดอบรมโดย 

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) 
73/1 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2644 8150   โทรสาร 0 2644 8110 

https://www.nstdaacademy.com  




